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于利蓉

2024-12-06 未经平台授权，禁止转载

自动驾驶SoC芯片即可实现高级别自动驾驶的系统级芯片。可简单理解为将CPU（中央处理器）、GPU（图形处理器）、DSP（数字信号处理芯片）、存储、

电源等各种功能全部集成在单一芯片上的集成电路，从而形成可操作性的处理器，提供足够算力，实现各种智能化。自动驾驶SoC芯片上通常需要集成除CPU之外

的一个或多个XPU来做AI运算，通常具有”CPU+XPU”的多核架构，用来做AI运算的XPU还可选择GPU/FPGA/ASIC等。由于SoC的单芯片解决方案可通过统筹规

划内部计算和存储资源，提升板块间的协调性与整体计算效率，SoC方案可简化电路外部边缘件设计，有效减少其成本。

按照AI算力的分类方式，自动驾驶SoC芯片可分为小算力SoC芯片、中算力SoC芯片、大算力SoC芯片。

小算力SoC芯片的AI算力通常在2.5~20TOPS，支持实现的产品形态主要为前视一体机或者分布式的行车或泊车控制器方案，需求特点是追求高性价比；在

功能实现上，以基础的L0~L2级别的辅助驾驶功能为主，部分车型或可提供高速NOA功能。

中算力SoC芯片的AI算力通常在20~80TOPS，支持实现的产品形态主要为轻量级行泊车一体域控制器方案；在功能实现上，以实现“好用”的高速NOA、城

市记忆NOA和记忆泊车等功能为宣传卖点，部分车型或可提供城市NOA功能。

大算力SoC 芯片的AI算力通常在100TOPS以上，支持实现的产品形态主要为高阶行泊车一体域控制器方案，甚至是舱驾一体方案；在功能实现上，以实现

“好用”的城市NOA、AVP等L2+级别的功能为宣传卖点，部分车型考虑硬件预埋，用于实现L3及更高阶的自动驾驶功能

自动驾驶SoC芯片行业的特征包括：1.自动驾驶SoC芯片是智能驾驶汽车的“中枢大脑”；2.大算力是自动驾驶芯片核心需求；3.行业进入壁垒高；

自动驾驶SoC芯片是智能驾驶汽车的“中枢大脑”

自动驾驶SoC是一种专为自动驾驶功能而设计的SoC，通常集成到一个摄像头模块或一个自动驾驶域控制器中，作为自动驾驶汽车的“中枢大脑”。自动驾驶

功能一般涉及感知、决策及执行三个层面。自动驾驶SoC用于决策层，负责将来自感知层传感器的数据处理及融合，然后代替人类驾驶员作出驾驶决策。

大算力是自动驾驶SoC芯片核心需求

大算力是自动驾驶芯片发展的必然趋势。伴随自动驾驶的级别增加，其需要处理的数据量就越庞大，对芯片的算力要求就更高。据英特尔推算，全自动驾驶

时代，每辆汽车每天产生的数据量高达4,000GB。根据地平线数据披露，自动驾驶等级每增加一级，所需芯片算力就会呈现数十倍的上升，L2级自动驾驶的

算力需求仅要求2-2.5TOPS，但是L3级自动驾驶算力需求就需要达到20-30TOPS，到L4级需要200TOPS以上，L5级别算力需求则超过2,000TOPS。

摘要 SoC（System-on-Chip）即片上系统，是在一块芯片上集成一整个信息处理系统。自动驾驶SoC芯片即可实现高级别自动驾驶的系统级芯片，是智能驾驶汽车的“中枢大

脑”，集成多种功能，提供大算力支持自动驾驶决策。行业进入壁垒高，研发周期长，技术挑战大。近年来，市场规模快速增长，英伟达、Mobileye、德州仪器、地平线、

黑芝麻等是行业代表企业，预计未来市场增长空间大，主要受政策推动、自动驾驶汽车销量增长、单车SoC价值提高等因素驱动。

行业定义

行业分类

自动驾驶SoC芯片行业基于AI算力的分类

小算力SoC芯片

中算力SoC芯片

大算力SoC芯片

行业特征

1

2



行业进入壁垒高

自动驾驶SoC芯片的开发技术壁垒较高，需要企业在研发方面大量投资，开发周期亦较长。自动驾驶SoC行业的市场研发周期较长，芯片研发周期一般可达

数年，包括一系列的安全认证流程、与客户或整车厂的前期硬件兼容性与磨合时间、定点时间周期以及最终量产周期等过程。这些阶段不仅需要大量的时间

投入，还伴随着高昂的研发成本和复杂的技术挑战。

中国自动驾驶SoC芯片2016年开始起步，特斯拉Model3开始生产，标志自动驾驶芯片从追求单一功能向承担“大脑”功能转变；2018年以后，芯驰、华为、地

平线、黑芝麻等中国科技公司布局SoC芯片，与国际芯片企业的竞争拉开序幕；2020年之后多家企业自动驾驶芯片批量上车，行业发展步入成熟期。

自动驾驶SoC芯片行业产业链上游为半导体制造商，涉及半导体材料、半导体设备、晶圆制造以及封装&amp;测试，先进的半导体制造技术有利于提高芯片性

能；产业链中游为自动驾驶SoC芯片供应商，一套完整的基于SoC的解决方案包括SoC硬件以及全面的技术支持及服务，如芯片、基础软件、中间件、算法及工具

包，使车辆具备自动驾驶功能；产业链下游为终端应用，即自动驾驶解决方案供应商在自动汽车及智能道路部署自动驾驶基于SoC的解决方案。

产业链上游半导体硅片是核心材料，未来全球半导体产业将向中国大陆转移，利好中国自动驾驶SoC芯片解决方案提供商的市场发展。

硅片是半导体核心基础材料，半导体硅片的高规格要求使得其制造工艺复杂，四大核心步骤包括多晶硅提纯与多晶硅料的铸锭、单晶硅生长以及硅片切割成型。作

为晶圆制造的原材料，硅片质量直接决定了晶圆制造环节的稳定性。全球半导体产业发展历程经历了由美国向日本、向韩国和中国台湾地区及中国大陆的几轮产业

转移，全球半导体产业向中国大陆转移，利于中国自动驾驶SoC芯片的自研和量产，将利好中国自动驾驶SoC芯片解决方案提供商的市场发展。

目前自动驾驶芯片结构以“CPU+GPU+NPU”的SoC异构方案为主，CPU+ASIC方案将是未来主流架构。

目前主流的自动驾驶芯片SoC架构方案分为三种：CPU+GPU+ASIC；CPU+ASIC；CPU+FPGA。在自动驾驶算法尚未成熟固定之前，CPU+GPU+ASIC的结合架

构会是主流方案，2022年占据大约58.5%的份额。长期来看，定制批量生产的低功耗、低成本的专用自动驾驶AI芯片（ASIC）将逐渐取代高功耗的GPU，

3

发展历程

启动期 2016-01-01~2017-01-01

2016年，英伟达发布第一款自动驾驶XaVier芯片；2016年，博世提出五域架构，各大主流车企开始寻求智能化转型；2017年，马斯克向外界声明特斯

拉正在研发自动驾驶芯片，特斯拉Model3开始生产，标志自动驾驶芯片从追求单一功能向承担“大脑”功能转变。

中国自动驾驶芯片行业起步，自动驾驶芯片行业进入“拼算力”的时代。

高速发展期 2018-01-01~2020-01-01

2018年，芯驰科技成立，华为发布昇腾910与昇腾310两款AI芯片，Mobileye EyeQ4量产；2019年，地平线J2发布，黑芝麻发布A500，特斯拉FSD量

产；2020年，地平线J2量产上车长安主力车型UNI-T。

行业发展势头迅猛，中国企业持续追赶国际龙头企业。

成熟期 2021-01-01~至今

2021年，缺“芯”背景下，自动驾驶SoC芯片得到重视，高通推出自动驾驶骁龙Ride平台，切入ADAS市场；寒武纪行歌研发自动驾驶SOC芯片；2022

年，英伟达自动驾驶芯片Orin芯片也将开始批量上车，芯片单颗算力达到254TOPS；特斯拉FSD自供。

自动驾驶SoC开始集成5G连接，以实现与云系统的实时数据交换。

产业链分析产业链分析

自动驾驶SoC芯片发展现状

自动驾驶SoC芯片行业产业链主要有以下核心研究观点：



CPU+ASIC方案将是未来主流架构。

产业链中游海外供应商市占率较高，中国国产替代空间大；产业链下游自动驾驶SoC芯片解决方案提供商开始与OEM直接互动及协作。

目前的中国市场，不管是智能驾驶SoC芯片的整体赛道还是50TOPS以上的高算力SoC芯片细分赛道，海外供应商的市占率均处于较高水平，国产化率相对较低，

国产替代空间大。随着国产智驾SoC芯片的量产，中国供应商有望凭借性价比优势和服务好响应快的本地化优势逐渐脱颖而出。因通过与高级辅助驾驶和高阶自动

驾驶解决方案提供商直接合作，OEM能够更有效率地开发客制化的驾驶自动化功能，加快产品上市时间，并为消费者提供更佳驾驶体验，自动驾驶SoC芯片解决方

案提供商开始与OEM直接互动及协作。

生产制造端

上游厂商

高通（中国）控股有限公司 台灣積體電路製造股份有限公司 ASML HOLDING N.V. 悦芯科技股份有限公司

弘润半导体（苏州）有限公司 中芯国际集成电路制造有限公司 西安紫光国芯半导体股份有限公司 深圳市南方集成技术有限公司

品牌端

中游厂商

Mobileye Global Inc. Tesla Global Limited 零跑汽车有限公司 华为海思（天津）智能化工程有限公司

北京地平线机器人技术研发有限公司 黑芝麻智能科技有限公司 北京芯驰半导体科技股份有限公司 中科寒武纪科技股份有限公司

瑞萨半导体（北京）有限公司 恩智浦（中国）管理有限公司 博世（中国）投资有限公司 Nvidia Corporation Qualcomm

上 自动驾驶SoC芯片产业链上游分析

半导体制造商，涉及半导体材料、半导体设备、晶圆制造以及封装&amp;测试。

股 股 股 股

股 股 股 股

产业链上游分析

半导体制造行业中，材料和设备是两大核心支柱；半导体硅片则是半导体制造的核心材料。

半导体行业中，材料和设备是两大核心支柱。硅片则是半导体核心基础材料。硅片是芯片制造的基本材料，以硅为材料制造的片状物体，一般是由纯度

很高的结晶硅制成的。与其他材料相比，结晶硅的分子结构稳定，很少有自由电子产生，导电性极低。半导体器件则是通过对硅片进行光刻、刻蚀、离

子注入等手段，改变硅的分子结构进而提高其导电性，最终获得的一种具备较低导电能力的产品。半导体硅片的高规格要求使得其制造工艺复杂，四大

核心步骤包括多晶硅提纯与多晶硅料的铸锭、单晶硅生长以及硅片切割成型。在晶圆制造的原材料中，硅片占比最大，约32.9%，硅片质量直接决定了

晶圆制造环节的稳定性。

未来全球半导体产业将向中国大陆转移，利好中国自动驾驶SoC芯片解决方案提供商的市场发展

未来全球半导体产业将向中国大陆转移。全球半导体产业发展历程，经历了由美国向日本、向韩国和中国台湾地区及中国大陆的几轮产业转移。目前中

国大陆正处于新一代智能手机、物联网、人工智能、5G 通信等行业快速崛起的进程中，已成为全球最重要的半导体应用和消费市场之一。根据Ajit

Manocha 的统计，在2020年到2024年间，总计将有25座8寸与60座12寸晶圆厂建成，投入晶圆制造。其中包括15座12寸厂在中国台湾，15座在中国大

陆。全球半导体产业向中国大陆转移，

利于中国自动驾驶SoC芯片的自研和量产，将利好中国自动驾驶SoC芯片解决方案提供商的市场发展。

中 自动驾驶SoC芯片产业链中游分析

自动驾驶SoC芯片供应商。

股 股 股 股

股 股 股 股

股 股 股 股 股

产业 中



渠道端及终端客户

渠道端

Mobileye Global Inc. TESLA LIMITED 零跑汽车有限公司 比亚迪股份有限公司 吉利汽车控股有限公司

长城汽车股份有限公司 华为投资控股有限公司 北京地平线机器人技术研发有限公司 Nvidia Corporation 理想汽車

黑芝麻智能科技有限公司

产业链中游分析

自动驾驶SoC供应商主要分为特定自动驾驶SoC供应商、通用芯片供应商及汽车OEM自研商三类。

Mobileye、地平线、黑芝麻等公司为代表的特定自动驾驶SoC供应商专注于自动驾驶的研究，并拥有全面的软硬件开发能力，可为不同的汽车OEM提供

量身定制的自动驾驶基于SoC的解决方案，该等供应商主要为汽车行业内多元化的客户服务，其优势在高度专门化及经济规模。 以NVIDIA、

Qualcomm、Texas Instruments、Renesas及海思为代表的通用芯片供应商开发及交付较特定自动驾驶SoC供应商范围更广的芯片，提供的产品包括各

式各样的汽车芯片或不同应用的其他芯片，如机器人、电脑、数据中心、手提电话及制造。因此，该等供应商不仅专注于自动驾驶，而且拥有横跨多个

行业的广大客户群。 汽车OEM开发自有自动驾驶SoC，代表企业有特斯拉、零跑汽车等。此方法使OEM可完全根据其特定需要定制SoC。但由于高度

定制及与其他OEM的竞争形态，该等自有开发SoC通常仅用于其自身品牌车辆。因此，可能面临经济规模有限的风险。

国产化率低，国产替代空间大，中国供应商有望脱颖而出。

目前中国市场，不管是智能驾驶SoC芯片的整体赛道还是50TOPS以上的高算力SoC芯片细分赛道，海外供应商的市占率均处于较高水平。具体而言，

在小算力SoC芯片市场，Mobileye的EyeQ4芯片已经在蔚来ES8、ES6、EC6以及理想one和GL8量产上车，中国企业地平线的J2、J3芯片和黑芝麻的

A1000L芯片分别在深蓝SL03和红旗E001、E001小规模量产上车；在中算力SoC芯片市场，英伟达Xavier和Orin-N芯片分别在小鹏P7和腾势N7、小米

SU7 Pilot Pro版装车，黑芝麻A1000在领克08装车；在高算力SoC芯片市场，英伟达、高通、Mobileye多款芯片量产上车，其中英伟达Thor芯片算力高

达2,000，极氪、小鹏、理想、比亚迪、广汽埃安等规划搭载。截止2023年6月，英伟达自动驾驶芯片在NOA前装市场份额达52%，目前中国自动驾驶

SoC芯片国产化率相对较低，国产替代空间大，据中国汽车芯片产业创新战略联盟标准工作组统计，中国有超100家企业从事开发及生产芯片，50多家

芯片上市公司宣称有车规级产品及量产应用，随着国产智驾SoC芯片的量产，中国供应商有望凭借性价比优势和服务好响应快的本地化优势逐渐脱颖而

出。

从自动驾驶芯片结构上来看，目前以“CPU+GPU+NPU”的SoC异构方案为主，CPU+ASIC方案将是未来主流架构。

目前主流的自动驾驶芯片SoC架构方案分为三种：CPU+GPU+ASIC；CPU+ASIC；CPU+FPGA。在自动驾驶算法尚未成熟固定之前，

CPU+GPU+ASIC的结合架构会是主流方案，2022年占据大约58.5%的份额。长期来看，定制批量生产的低功耗、低成本的专用自动驾驶AI芯片

（ASIC）将逐渐取代高功耗的GPU，CPU+ASIC方案将是未来主流架构。

下 自动驾驶SoC芯片产业链下游分析

终端应用，包括全面自动驾驶解决方案的一级供应商和汽车主机厂。

股 股 股 股 股

股 股 股 股 股

股

产业链下游分析

从解决方案角度，市场上可分为软硬一体式自动驾驶SoC芯片解决方案和开放式解决方案。

硬软件一体式自动驾驶SoC芯片解决方案代表企业有华为、Mobileye等，是将传感器、芯片、算法绑定销售的全家桶式方案，能帮助自研能力不足的主

机厂快速上车量产，如Mobileye采用软硬件高度耦合的一体式解决方案；开放式解决方案的代表企业有英伟达、地平线等，拥有完全开放的生态和完备

的工具链，OEM厂商可以在芯片、算法中的任意层次购买服务。如地平线在招股书中提到，高级辅助驾驶和高阶自动驾驶的大规模应用要走开放平台的

路径，让所有产业链参与者均可被技术赋能，开发符合其需求的功能及产品，同时缩短车型上市的时间。

自动驾驶SoC芯片解决方案提供商开始与OEM直接互动及协作。



2021年—2023年，自动驾驶SoC芯片行业市场规模由41.98亿人民币元增长至453.39亿人民币元，期间年复合增长率228.65%。预计2024年—2028年，自动驾

驶SoC芯片行业市场规模由509.76亿人民币元增长至636.40亿人民币元，期间年复合增长率5.70%。

政策、技术、产品、需求端共同推动自动驾驶SoC芯片行业的发展。

政策端：2023年四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，标志着L3/L4智能驾驶正式进入落地阶段，2024年五部委发布《关于开展

智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，目前已经有宝马、奔驰、智己、极狐、长安深蓝、阿维塔等多家车企官宣获得L3级自动驾驶测试牌。技术

端：大算力芯片、BEV+Transformer算法、新一代电子电气架构等软硬件有力的支撑了高阶智能驾驶方案的成熟，除特定自动驾驶SoC供应商、通用芯片供应商推

出多款量产自动驾驶SoC芯片外，汽车厂商如特斯拉、吉利汽车、零跑汽车也在积极自研SoC芯片。产品端：小鹏、华为、理想、蔚来、智己等车企已经将陆续释

放以城市NOA为代表的高阶智能驾驶功能，2023年高级辅助驾驶技术在全球及中国乘用车市场的渗透率均超过50%。需求端：智能化体验已成为中国汽车消费者

购车的重要参考因素，消费者日益追求驾驶自动化功能以获得更加安全及高效的驾驶体验，更先进的高阶自动驾驶解决方案正不断发展。

自动驾驶汽车销量持续增长、单车SoC价值持续提高、政策利好。

自动驾驶SoC市场的扩张与自动驾驶汽车销售市场的增长基本一致。随着汽车智能化的推进，自动驾驶功能预期成为汽车的标准配置。中国自动驾驶汽车销售市场

目前正处于快速增长阶段，销量持续增长将进一步推动自动驾驶SoC及相应解决方案市场的增长。单车SoC价值持续提高。自动驾驶功能可以通过远程软件升级而

扩大，自动驾驶SoC的算力决定车辆在整个生命周期中功能扩展的最大程度，因此，汽车OEM通常部署高算力SoC，以支持日后的自动驾驶升级，高算力SoC通常

在市场上拥有更高的价格，导致未来数年每辆汽车的SoC平均价值占智能汽车总成本的百分比可能有所增加。政策层面，自动驾驶SoC是一种先进的车规级芯片，

在实现自动驾驶方面发挥着重要作用，世界各地的主要国家均在密切关注SoC的发展，特别是中国政府发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》明确提出

要突破车规级芯片及智能计算平台等关键技术。

现今，OEM不再仅通过产业链中的一级供应商，而是开始直接与自动驾驶SoC芯片解决方案提供商合作，因高级辅助驾驶和高阶自动驾驶功能对其产品

重要。通过与高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案提供商直接合作，OEM能够更有效率地开发客制化的驾驶自动化功能，加快产品上市时间，并为消

费者提供更佳驾驶体验。此外，OEM能够对高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案有更全面的了解，从而有助彼等更轻松地维护及迭代其产品。

行业规模

自动驾驶SoC芯片行业规模的概况

自动驾驶SoC芯片行业市场规模历史变化的原因如下：

自动驾驶SoC芯片行业市场规模未来变化的原因主要包括：

仅提供预测模型的PPTx格式文件下载
规模预测SIZE模型自动驾驶SoC芯片规模预测

自动驾驶SoC芯片行业规模



政策名称

《关于促进道路交通自动驾驶技术
发展和应用的指导意见》

颁布主体

交通运输部

生效日期

2020-12-01

影响

7

政策内容
推动自动驾驶技术试点和示范应用。健全适应自动驾驶的支撑体系。鼓励企业、联盟等组织围绕生产制造、测试评价、人机控制转换、车路交互、事件记录、数据共
享等制定团体标准，构建多元化标准工作机制。

政策解读
政策对自动驾驶SoC芯片行业产生显著正向影响。加强对自动驾驶技术研发的支持将直接促进对高性能芯片的需求，基础设施智能化及试点示范工程的推进，为SoC
芯片提供了丰富的应用场景和测试环境，加速产品的迭代与优化。

政策性质 指导性政策

政策名称

《关于加强智能网联汽车生产企业
及产品准入管理的意见》

颁布主体

工业和信息化部

生效日期

2021-07-01

影响

6

政策内容
加强自动驾驶功能产品安全管理。企业生产具有自动驾驶功能的汽车产品的应能自动识别自动驾驶系统失效以及是否持续满足设计运行条件，应具备人机交互功能，
显示自动驾驶系统运行状态，应具有事件数据记录系统和自动驾驶数据记录系统，应满足功能安全、预期功能安全、网络安全等过程保障等要求。

政策解读 本政策旨在加强智能网联汽车的准入管理，特别强调对自动驾驶功能的严格管理与技术要求，对自动驾驶SoC芯片的上车测试等提供政策方向。

政策性质 规范类政策

政策名称

《“十四五”智能制造发展规划》

颁布主体

工业和信息化部、国家发展和改革
委员会、教育部、科技部财政部、
人力资源和社会保障部 国家市场
监督管理总局、国务院国有资产监

督管理委员会

生效日期

2021-12-01

影响

6

政策内容
加强关键核心技术攻关。聚焦设计、生产、管理、服务等制造全过程，突破设计仿真、混合建模、协同优化等基础技术，开发应用增材制造、超精密加工等先进工艺
技术，攻克智能感知、人机协作、供应链协同等共性技术，研发人工智能、5G、大数据、边缘计算等在工业领域的适用性技术。

政策解读
规划旨在推动制造业智能化转型，提升产业链现代化水平，强调关键技术突破、标准体系完善和应用示范推广，明确到2025年智能制造发展具体目标，鼓励技术创
新、产业升级和生态建设，对自动驾驶SoC芯片行业而言，尤为重视核心部件与系统的自主研发能力增强，及集成应用效能提升。

政策性质 规范类政策

政策名称 颁布主体 生效日期 影响

计算规则:

数据来源: 中国汽协，人民论坛网，HKTDC Newsbites、36Kr、汽车之心、深圳市电子商会、维科网、理想官微、威马汽车官微、Mobileye财报

L1功能的乘用车数=中国乘用车销量*L1功能渗透率

L1功能乘用车SoC芯片出货量=L1功能的乘用车数*L1功能单车SoC芯片需求

L1市场SoC芯片市场规模=L1功能乘用车SoC芯片出货量*L1功能单车SoC芯片均价

L2功能乘用车数=中国乘用车销量*L2功能渗透率

L2功能乘用车SoC芯片出货量=L2功能乘用车数*L2功能单车SoC芯片需求

L2市场SoC芯片市场规模=L2功能乘用车SoC芯片出货量*L2功能单车SoC芯片均价

L3功能的乘用车数=中国乘用车销量*L3功能渗透率

L3功能乘用车SoC芯片出货量=L3功能的乘用车数*L3功能单车SoC芯片需求

L3市场SoC芯片市场规模=L3功能乘用车SoC芯片出货量*L3功能单车SoC芯片均价

L4/L5功能的乘用车数=中国乘用车销量*L4/L5功能渗透率

L4/L5功能乘用车SoC芯片出货量=L4/L5功能的乘用车数*L4/L5功能单车SoC芯片需求

L4/L5市场SoC芯片市场规模=L4/L5功能乘用车SoC芯片出货量*L4/L5功能单车SoC芯片均价

中国自动驾驶SoC芯片市场规模=L1市场SoC芯片市场规模+L2市场SoC芯片市场规模+L3市场SoC芯片市场规模+L4/L5市场SoC芯片市场规模

政策梳理



《关于开展智能网联汽车准入和上
路通行试点工作的通知》

工业和信息化部、公安部、住房和
城乡建设部、交通运输部

2023-11-01 8

政策内容
在智能网联汽车道路测试与示范应用工作基础上，工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车
产品（以下简称智能网联汽车产品），开展准入试点；对取得准入的智能网联汽车产品，在限定区域内开展上路通行试点。

政策解读
四部委发布通知推动具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品开展准入试点合上路通行试点，促进L3（有条件自动驾驶）和L4（高度自动驾驶）产品
的功能、性能提升及产业生态优化，积极促进了自动驾驶SoC芯片行业的正向发展。

政策性质 指导性政策

政策名称

《关于开展智能网联汽车“车路云
一体化”应用试点工作的通知》

颁布主体

工业和信息化部、公安部、自然资
源部、住房和城乡建设部、交通运

输部

生效日期

2024-01-01

影响

10

政策内容
鼓励试点城市内新销售具备L2级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载C-V2X车载终端；支持车载终端与城市级平台互联互通。选取部分公交线路（含BRT），实现全
线交通设施联网识别和自动驾驶模式运行。部署不少于200辆的低速无人车试点，实现车路协同自动驾驶功能的示范应用。

政策解读 车路云一体化试点工作的展开对自动驾驶车辆的发展具有重大意义，利于自动驾驶车辆的量产和商用化进展，对自动驾驶SoC芯片的量产上车具有推动意义。

政策性质 指导性政策

自动驾驶SoC芯片供应商既包括特定自动驾驶SoC芯片供应商、通用芯片供应商，也包括汽车OEM自研商，行业参与者不断增多。国外英伟达、Mobileye、德

州仪器等凭借产品及技术优势，占领市场主要份额，中国自动驾驶SoC芯片解决方案企业如地平线、黑芝麻是中国该行业代表企业，正在奋力追赶国际企业市场份

额。自动驾驶SoC芯片市场竞争格局显现，但格局尚未稳定，中国企业有望脱颖而出。

自动驾驶SoC芯片行业呈现以下梯队情况：第一梯队公司有英伟达、Mobileye(英特尔)、德州仪器、地平线、黑芝麻等；第二梯队公司为高通、华为海思、瑞

萨、恩智浦、特斯拉、博世、芯驰科技、寒武纪科技、百度等；第三梯队有零跑汽车、芯砺智能、芯擎科技、后摩智能、比亚迪、大华股份等。

行业壁垒高，头部企业凭借技术和产品积累，占据市场主要份额

自动驾驶SoC芯片行业壁垒较高。SoC芯片开发技术壁垒较高，需要企业在研发方面大量投资，市场研发周期较长，芯片研发周期一般可达数年，包括一系列的安

全认证流程、与客户或整车厂的前期硬件兼容性与磨合时间、定点时间周期以及最终量产周期等过程。这些阶段不仅需要大量的时间投入，还伴随着高昂的研发成

本和复杂的技术挑战。 英伟达、Mobileye、德州仪器等国外企业进入行业较早，具有产品优势，占据市场主要份额。据黑芝麻智能招股说明书，Mobileye、英伟

达、德州仪器分别占据2023年中国自动驾驶SoC芯片27.5%、23.7%和4.8%的市场份额。英伟达可以提供从驾驶到座舱、从软件到硬件完整的解决方案。Mobileye

为全球自动驾驶解决方案领导者之一，从基础辅助驾驶走向高阶智驾。德州仪器德州仪器提供一系列SoC解决方案，专门用于满足高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自

动驾驶应用的需求，主要产品包括TDAx 系列。 地平线、黑芝麻2018年～2019年推出自研SoC产品，积累产品和技术优势，逐渐积累市场份额，虽在中国自动驾

驶SoC芯片市场占比均不足10%，但是中国在自动驾驶SoC芯片领域的代表企业，其中地平线和黑芝麻分别占据2023年中国自动驾驶SoC芯片3.6%和2.7%的市场

份额。地平线以“算法+芯片+工具链”为基础技术平台，提供智能驾驶解决方案。黑芝麻智能专注于视觉感知技术与自主IP芯片的研发，打造车规级自动驾驶计算芯

片。

自动驾驶SoC芯片解决方案适应水平更高的企业有望提升市场份额。

随着汽车OEM纷纷入局自动驾驶SoC芯片行业创建其自身自动驾驶系统，更倾向于寻求更多量身定制软件及硬件的选择。自动驾驶基于SoC的解决方案的适应性在

汽车OEM灵活定制中发挥着至关重要作用。预计适应性水平更高的自动驾驶基于SoC的解决方案将在未来占据更大的市场份额。如地平线便是自动驾驶SoC芯片开

放性解决方案提供商，地平线在招股书中提到，高级辅助驾驶和高阶自动驾驶的大规模应用要走开放平台的路径，让所有产业链参与者均可被技术赋能，开发符合

其需求的功能及产品，同时缩短车型上市的时间，才能实现高级辅助驾驶和高阶自动驾驶支持的智能汽车的大规模应用。从下游采购商来看，特斯拉是行业代表性

示例之一，特斯拉最早采用Mobileye的EyeQ系列芯片，后由于Mobileye的EyeQ芯片开放性不足，转而选择了英伟达自动驾驶SoC芯片解决方案。

中国自动驾驶SoC芯片供应商有望在本土市场脱颖而出。

中国是最大且增长最快的自动驾驶汽车及自动驾驶SoC市场，在高算力SoC的广泛部署等应用方面处于领先地位。中国汽车OEM正积极与当地自动驾驶SoC供应商

合作，以建立安全可靠的当地供应链。2023年11月，地平线在广州车展期间对外透露，地平线已与30家自主与合资品牌车企达成前装量产合作，征程系列芯片前装

竞争格局竞争格局

自动驾驶SoC芯片概况

自动驾驶SoC芯片行业竞争格局的形成主要包括以下原因：

自动驾驶SoC芯片行业竞争格局的变化主要有以下几方面原因：



量产出货已达400万片，量产上市车型超过50款；黑芝麻A1000芯片已获得一汽集团、东风集团、吉利集团、江汽集团等国内多家车企采用，量产车型包括领克

08、合创V09、东风eπ007及首款纯电SUV等。由于地理位置相近使国内公司能够以更高效的方式应对最新的市场需求及客户需求，国内自动驾驶SoC供应商有可

能在中国市场更受中国汽车OEM的青睐。

浙江零跑科技股份有限公司（09863） 地平线（09660）

黑芝麻智能国际控股有限公司（02533） 中科寒武纪科技股份有限公司（688256）

1 黑芝麻智能科技有限公司

公司信息

企业状态 存续 注册资本 25200万美元

企业总部 武汉市 行业 软件和信息技术服务业

法人 潘辉 统一社会信用

代码

91420100MA49P04F7W

企业类型 有限责任公司(港澳台法人独资) 成立时间 2021-02-08

品牌名称 黑芝麻智能科技有限公司 经营范围 一般项目：软件开发,集成电路芯片设计及服务,技术服务、技

术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,集成电

路芯片及产品销售,仪器仪表销售,智能车载设备销售,人工智能

硬件销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助

设备零售,企业管理咨询,货物进出口,技术进出口。（除许可业

务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上市公司速览

总市值

548.5亿
营收规模

58.1亿
同比增长(%)

-
毛利率(%)

-
总市值

519.9亿
营收规模

15.5亿 71.3
同比增长(%)

70.5
毛利率(%)

总市值

159.4亿
营收规模

1.8亿 69.2
同比增长(%)

50.0
毛利率(%) 总市值

-
营收规模

1.5亿元 -44.8
同比增长(%)

69.8
毛利率(%)

企业分析



竞争优势

黑芝麻智能科技有限公司是领先的车规级智能汽车计算芯片及基于芯片的解决方案供应商。黑芝麻智能成立于2016年，于2024年正式在香港交易所主板挂牌
上市，股票代码2533.HK。公司从用于自动驾驶的华山系列高算力芯片开始，2023年推出了武当系列跨域计算芯片，以满足对智能汽车先进功能的更多样化
及复杂需求，同时开始拓展更多应用领域。公司自有的车规级产品及技术为智能汽车配备关键任务能力，包括自动驾驶、智能座舱、先进成像及互联等。通
过由公司自行研发的IP核、算法和支持软件驱动的SoC和基于SoC的解决方案，提供全栈式自动驾驶能力以满足客户的广泛需求。

黑芝麻智能官网

2 北京地平线机器人技术研发有限公司

公司信息

企业状态 存续 注册资本 800000万人民币

企业总部 北京市 行业 研究和试验发展

法人 余凯 统一社会信用

代码

911101083443783306

企业类型 有限责任公司(法人独资) 成立时间 2015-07-14

品牌名称 北京地平线机器人技术研发有限公司 经营范围 工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术转让、技术推

广、技术服务、技术咨询；产品设计；软件开发；基础软件

服务；应用软件服务；销售自行开发的产品；数据处理（数

据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心

除外）；会议服务；企业策划、设计；技术进出口、货物进

出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开

展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止

和限制类项目的经营活动。）

竞争优势

地平线基于软硬结合的全栈技术，将前沿智驾算法趋势与先进智能计算架构融入到每一代征程®的设计创新中，使得每一代产品推出均能适应当下最领先的
算法应用，并发挥出超越同级的系统效率。以场景为中心，征程®家族在规模化量产实践中不断升级迭代，将让用户真正受益于车载专用计算方案带来的价
值。

地平线官网

3 深圳市海思半导体有限公司

公司信息

企业状态 存续 注册资本 200000万人民币

企业总部 深圳市 行业 计算机、通信和其他电子设备制造业

黑芝麻智能科技有限公司竞争优势

北京地平线机器人技术研发有限公司竞争优势



法人 徐直军 统一社会信用

代码

914403007675804181

企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立时间 2004-10-18

品牌名称 深圳市海思半导体有限公司 经营范围 电子产品和通信信息产品的半导体设计、开发、销售及售后

服务；相关半导体产品的代理；电子产品和通信信息产品器

件和配套件的进出口业务。^

竞争优势

华为推出MDC智能驾驶计算平台，提供系统化的解决方案。车端MDC计算平台包括平台硬件、平台软件服务、功能软件平台、配套工具链及端云协同服务，
支持L2+到L5的平滑演进。1）硬件方面：自研昇腾系列芯片，610用于车载智驾端，算力达200TOPS@INT8。2）软件方面：提供面向服务的架构SOA，完
善、灵活的软件体系能够通过在软件合作模式上提供系统级开放接口，更方便合作伙伴整合自家算法到设备中，为MDC量产上车提供便利。

华为海思官网

法律声明

权利归属：头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及

其它法律保护。

尊重原创：头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关

证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布

的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：support@leadleo.com）发出书面说明，并应提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料

后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

内容使用：未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需

转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮

箱：support@leadleo.com。

合作维权：头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起

诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

完整性：以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对

本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。

深圳市海思半导体有限公司竞争优势

附录






